SAMSUNG PHAT TRIEN CONG NGHE GOI CHIP XEP CHONG NHAU

Samsung Electronics vira phdt trién thanh cong mét géi chip trong dé cdc bé vi xt ly duoc xép
chéng theo chiéu doc va két néi tryc tiép véi nhau nhe déy dan.
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Dy kién xudt xudng vao nédm 2007, géi chip nay dénh ddu sy thay dai lén so véi cac géi chip ma
Samsung, Intel cung nhiéu hdng dang san xuét. Céc con chip nhé dugc x€p chéng |én nhau thay
vibé tri san sat theo chiéu ngang nhu hién nay, nhé dé ma khéng gian cda bo mach chd s& duoc
tigt kiém 18i da. Cling vi vdy ma céc hdng DTDD, MP3, thiét bi cdm tay cé thé thu nhd kich thuéc
sén phdm cta ho hon niva. Trong cdc géi multichip hién nay, cdc con chip khéc nhau tén tai nhu
nhiing "c& diém" déc lap, riéng biét, c6 hang rao cét c& bao quanh bén trong géi chip. Ching
giao tiép véi nhau va véi cac bd phdn con lai théng qua céc doan déy néi téi nhirng bi céu kim
logi nhé xiu tan bén ngodi hang rao. Trong khi dy, & géi chip méi (tam goi la géi chip ngan xép
dugc xu ly & mic tém silicon - WSP- wafer-level processed stack package) lai so dung mét céng



nghé cé tén TSV (Throu Silicon Vias). V&i TSV, mét day dan cé thé chay tryc tiép tr mach silicon
bén trong con chip ndy sang con chip khéc. Do d6, s& khéng con can nhiéu khéng gian cho hang
rdo, ddy ndi va bi cdu bén trong géi chip. Mét géi chip cia Samsung cé thé chia 8 con chip x&p
chdng lén nhau. Sdn pham méu bao gdm 8 chip nhé dong 2GB nén dung lvong tdng cong dat t6i
16GB bén trong mét chiéu cao vén ven 0,56 mm. Giai doan déu tién, géi chip WSP s& chi ing
dung trong card nhé dong. Dén giai doan sau, m&i WSP s& c6 thé két hop nhiéu loai chip khéc
nhau. L&y thi dy, mét géi chip s& c6 thé chra cd DRAM lan flash.
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